LASERSCHNEIDEN VON CFK

Aufgabenstellung

Kohlefaserverstarkte Kunststoffe (CFK), deren Einsatz aufgrund
des groBen Leichtbaupotenzials immer groBere Verbreitung
findet, erzeugen bei der mechanischen Bearbeitung durch
Frasen oder Bohren einen hohen Werkzeugverschlei3, der mit
berlihrungslosem Laserschneiden vermieden wird.

Die Ausbildung der Schnittfuge erfolgt zur Reduzierung des
thermischen Einflusses scannend mit einem schichtweisen
Abtrag. Mit zunehmender Materialdicke stellen sich gerade
bei Verwendung sehr gut fokussierbarer Single-Mode-Laser
Schachtverhaltnisse ein, mit denen u. a. durch das Abtrag-
verhalten und Abschattung kein effektiver Abtrag am Fugen-
grund erfolgt, sondern ein groBerer Teil der Laserleistung le-
diglich zur Aufheizung fihrt und somit die warmebeeinflusste
Zone (WEZ) vergroBert. Zudem wird die Abfuhr des Materials
aus dem Fugengrund durch die Schnittflanken mit steigendem
Schachtverhaltnis immer mehr behindert.

Vorgehensweise

Durch zueinander versetzte Abtragspuren lasst sich die
Fugenbreite vergroBern und damit die Zuganglichkeit fir die
Laserstrahlung und die Abfuhr der Emissionsprodukte verbessern.
Spurversatz, Anzahl und Reihenfolge der Scans Uber die
einzelnen Spuren sowie die Verteilung moglicher Abkihlphasen
werden dazu flr die Bearbeitung mit unterschiedlichen
Strahlkaustiken variiert.
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Ein Grenzfall dieser Bearbeitungsstrategien ist der Vorschnitt

mit Parametern, die auf Effizienz optimiert sind, und eine
finale Besaumschnittspur auf der vorgeschnittenen Kante,
die auf minimale WEZ optimierte Parameter nutzt.

Ergebnis

Mit den untersuchten Abtragvarianten lasst sich die WEZ
deutlich, in einigen Fallen um bis zu 50 Prozent, reduzieren
bzw. die bearbeitbare Schnitttiefe ohne Steigerung der WEZ
steigern. Die Anzahl der erforderlichen Scans fir einen Schnitt
wird bei groBeren Materialdicken gegenlber der Bearbeitung
mit einzelnen Spuren reduziert, weil mit gréBerer Schnitttiefe
die Abtragrate erhalten bleibt.

Anwendungsfelder

Besaumen von CFK-Bauteilen oder Schneiden von Lochern
sind Prozessschritte, die in allen CFK-verarbeitenden Bereichen
erforderlich sind, insbesondere in der Luftfahrt und Auto-
mobilindustrie. Die hier vorgestellten Verfahrensvarianten
erweitern das bearbeitbare Dickenspektrum, flihren aber
auch bei CFK-Bauteilen mit Materialdicken ab ca. 2 - 3 mm

zu Verbesserungen der Schnittqualitat.
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3 Schneidprozess von CFK.

4 CFK-Schnittkante, 8 mm Materialdicke.
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Anderungen bei Spezifikationen und anderen technischen Angaben bleiben vorbehalten. 03/2016.



